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产品详情

目前，PCB板仍被用作电子器件和系统的主要组装方法。实践证明，即使电路原理图设计正确，PCB设
计不当，也会对电子器件的可靠性造成不利影响。例如，如果PCB板上的两条细平行线靠近在一起，则
信号波形的延迟将导致传输线末端的反射噪声。因此，在设计PCB板时应注意正确的方法。

一、地线设计

在电子器件中，接地是控制干扰的重要方法。如果正确使用接地和屏蔽，则可以解决大多数干扰问题。
在电子器件中，接地线的结构大致是系统的，包括外壳接地（屏蔽接地），数字接地（逻辑接地）和模
拟接地等。

在接地线PCB设计中应注意以下几点：

1. 正确选择单点接地和多点接地

在低频电路中，信号的工作频率小于1MHz，其对器件之间的布线和电感影响很小，而接地电路形成的环
流对干扰影响很大，因此应进行单点接地被采用。当信号的工作频率大于10MHz时，地线阻抗会变得很
大，此时，应尽可能降低地线阻抗，并采用近的多点接地。当工作频率为110MHz时，如果采用单点接地
，则其接地线长度应不超过波长的1/20。否则，应采用多点接地方式。

2. 将数字电路与模拟电路分开

电路板上既有高速逻辑电路又有线性电路，因此应尽可能地分开，并且两者的地线不应混合，并分别与
电源端的地线相连。线性电路的接地面积应尽可能增加。

3.使接地线尽可能粗

如果接地线很细，则接地电位会随电流的变化而变化，这将使电子器件的定时信号电平不稳定，抗噪性
能也会变差。因此，接地线应做得尽可能粗，以便它可以流经位于PCB板上的三个允许电流。如果可能



，接地线的宽度应大于3mm。

4.接地线应形成闭合回路

在设计仅由数字电路组成的PCB板（PCB）接地系统时，可以将接地线制成闭环电路，从而明显提高抗
噪能力。这是因为PCB板上有许多集成电路组件，特别是在有更多组件的情况下，由于接地线厚度的限
制而导致功耗，会在结上产生较大的电势差，从而产生抗噪声能力。降落时，如果将接地结构插入环路
中，将会减小电位差值，提高电子器件抗噪声能力。

二、电磁兼容性设计

电磁兼容性是指电子器件在各种电磁环境中和谐有效地工作的能力。电磁兼容设计的目的是使电子器件
不仅可以抑制各种外来干扰，使电子器件可以在特定的电磁环境中正常工作，而且可以减少电子器件本
身对其他电子器件的电磁干扰。 。

1，选择合理的线宽

由于由印刷线路上的瞬态电流引起的冲击干扰主要是由印刷线路的电感成分引起的，因此应使印刷线路
的电感量小。印刷导线的电感量与长度成正比，与宽度成反比，因此，短而细的导线有利于抑制干扰。
时钟导线，线路驱动器或总线驱动器的信号线通常会承载较大的瞬态电流，并且印刷导线应尽可能短。
对于分立元件电路，当印刷导线的宽度约为1.5mm时，可以完全满足要求。对于集成电路，可以在0.2至1
.0毫米之间选择印刷线宽。

2.采取正确的接线策略

使用均等的布线可以降低导线的电感，但是导线之间的互感和分布电容会增加，如果布局允许，使用井
眼网状布线结构，具体方法是将PCB板横向布线时，在纵向布线的另一侧，然后在与金属化孔相连的十
字孔中。

为了抑制PCB导体之间的串扰，在布线PCB设计中应尽可能避免长距离相等的布线，应尽可能拉开导线
之间的距离，并且信号线不应与接地线和导线交叉。电源线尽可能。通过在一些对干扰非常敏感的信号
线之间放置一条印刷线，可以有效地抑制串扰。

为了避免高频信号穿过印刷导体而引起的电磁辐射，在对PCB板进行布线时应注意以下几点：

* 尽量减少印刷导线的不连续性，例如导线宽度不应改变，导线角应大于90度，以防止出现环形线。

* 时钟信号线有可能产生电磁辐射干扰。铺设导线时，导线应靠近接地电路，驱动器应靠近连接器。

* 总线驱动程序应在其要驱动的总线旁边。对于离开PCB的引线，驱动器应在连接器旁边。

* 数据总线的接线应夹在每两条信号线之间。将接地回路放在不重要的地址引线旁边，因为后者经常承
载高频电流。

3.抑制反射干扰

为了抑制印刷线路末端的反射干扰，除了特殊需要外，应尽可能缩短印刷线路的长度，并使用慢速电路
。如有必要，可以添加端子匹配，即，可以在传输线的末端将地线和电源添加具有相同电阻值的匹配电
阻。根据经验，对于TTL高速电路，当印刷线长于10cm时，应采用端子匹配。匹配电阻的电阻值应根据I
C的输出驱动电流和吸收电流确定。



三、去耦电容配置

在直流电源电路中，负载的变化会引起电源噪声。例如，在数字电路中，当电路从一种状态变为另一种
状态时，电力线上会产生大的峰值电流，从而产生瞬态噪声电压。去耦电容器可以配置为抑制由于负载
变化引起的噪声，这是PCB板可靠性PCB设计中的一种常见做法。配置原则如下：

* 电源输入端已连接至10100uF的电解电容器。如果PCB板的位置允许，大于100uF的电解电容器的抗干扰
效果会更好。

* 每个IC芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容器。如果PCB板的空间很小，可以每410个芯片配置一个110uf的
钽电解电容器，这种特别小的高频阻抗的器件在500KHZ20MHZ范围内的阻抗小于1Ω，并且漏电电流非
常小（低于0.5 uA）。

* 对于噪声能力弱，关机时电流变化较大的器件以及ROM和RAM等存储器件，应在芯片的电源线（Vcc
）和地线（GND）之间直接连接去耦电容器。

* 去耦电容器的引线不能太长，尤其是高频旁路电容器不能带引线。

四、PCB板尺寸和器件配置

PCB板尺寸应适中，当印刷线长时太大，阻抗增加，不仅抗噪声能力下降，成本高；太小，则散热不好
，同时容易受到相邻线路的干扰。

就器件布局而言，与其他逻辑电路一样，彼此相关的器件应放置得尽可能靠近，以获得更好的抗噪声效
果。时间发生器，晶体振荡器和CPU的时钟输入端子容易产生噪声，并且应彼此靠近。重要的是，噪声
产生器件，低电流电路，高电流电路等应尽可能远离逻辑电路，并在可能的情况下制作单独的电路板。

五、 散热设计

从散热的角度出发，垂直安装印版，印版之间的距离一般不应小于2cm，印版上的器件布置应遵循以下
规则：

* 对于具有自由对流风冷的器件，将集成电路（或其他器件）纵向排列。对于采用强制风冷的器件，将
集成电路（或其他器件）以水平长度排列：

同一块PCB器件上的低电应根据发热量的大小和热分配程度，发热量小的或耐热性差的器件（如小信号
晶体管，小型集成电路，电解电容器等）上的冷却气流在入口处，发热量大或耐热性好的器件（如功率
晶体管，大规模集成电路等）中下游的冷却气流。

* 在水平方向上，大功率器件应尽可能靠近PCB板的边缘布置，以缩短传热路径；在垂直方向上，大功率
组件应尽可能靠近PCB板的顶部布置，以减少这些组件在工作时对其他组件温度的影响。

* 温度敏感的器件放置在温度的区域（例如器件的底部），请勿将其放在加热器件的正上方，多个器件
采用水平交错的布局。

* 器件中PCB板的散热主要取决于气流，因此在设计时要研究气流路径，器件或PCB板的合理配置。气流
倾向于在阻力较低的地方流动，因此在PCB板上配置器件时，请避免在区域中留出较大空间。整个机器
中多个PCB板的配置也应注意相同的问题。

大量的实践经验表明，采用合理的器件布置可以有效降低印刷电路的温升，从而可以大大降低器件和器
件的故障率。



以上只是PCB可靠性设计的一些一般原则。
PCB可靠性与特定电路密切相关，因此有必要在PCB设计中处理特定电路以程度地确保PCB可靠性。
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